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Orgao: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 26, DE 4 DE JUNHO DE 2020

Altera o Processo Produtivo Basico de PLACAS DE CIRCUITO
IMPRESSO MONTADAS, industrializadas no Pais.

O SECRETARIO ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE, EMPREGO E COMPETITIVIDADE DO MINISTERIO
DA ECONOMIA, conforme delegacao de competéncia atribuida pela Portaria ME n° 213, de 14 de maio de
2020 (publicada no DOU de 15.05.2020, Segao 1, pag. 15), e o SECRETARIO EXECUTIVO DO MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAGCOES E COMUNICAGOES, conforme delegacao de competéncia atribuida
pela Portaria MCTIC n° 5.071, de 24 de setembro de 2019 (publicada no DOU de 25.09.2019, Secao 1, pag.
15), tendo em vista o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1° do art. 2°
e nos arts. 16 a 19 do Decreto n° 5906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no
processo n° 19687.102563/2020-40 do Ministério da Economia, resolvem:

Art. 1° O Processo Produtivo Basico para os produtos PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO
MONTADAS, produzidas no Pais, estabelecido pela Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC n° 26, de 26
de junho de 2019, passa a ser o seguinte:

| - montagem e soldagem, ou processo equivalente, de todos os componentes nas placas de
circuito impresso; e

Il - configuragao, gravacao de programas de computador, quando aplicavel, e teste.

§ 1° Para o cumprimento do disposto neste artigo, fica temporariamente dispensado da
montagem os seguintes subconjuntos ou moédulos:

| - Microprocessador montado em placa com barramento de conexao a placa-mae com mais de
duzentas vias, acondicionado ou nao em cartucho;

[l - Modulo SOM (System on Module) com circuito logico e/ou de radio frequéncia integrado
proprio para conexao a placa de circuito impresso através de processo de montagem por superficie - SMT
(Surface Mounted Technology); e

[l - Modulo de comunicacao Bluetooth proprio para conexao a placa de circuito impresso
através de processo de montagem por superficie - SMT (Surface Mounted Technology).

§2° Este Processo Produtivo Basico nao se aplica as placas de circuito impresso montadas com
a funcdo de memoria ou MODULOS DE MEMORIA VOLATIL, PADRONIZADOS.

§ 3° Serao validas para cumprimento deste Processo Produtivo Basico as etapas produtivas
realizadas no Pais.

Art. 2° Sempre que fatores técnicos ou econdémicos, devidamente comprovados, assim o
determinarem, a realizacao de qualquer etapa do Processo Produtivo Basico poderda ser suspensa
temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministérios da Economia e da Ciéncia,
Tecnologia, Inovagoes e Comunicagoes.

Art. 3° Fica revogada a Portaria Interministerial SEPEC/ME/MCTIC n° 26, de 26 de junho de
2019.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.

CARLOS ALEXANDRE DA COSTA

Secretario Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da
Economia

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO

Secretario Executivo do Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdes e
Comunicacoes
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